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EPBOARD 0700
Epoksydowa ptyta narzedziowa
ZASTOSOWANIA

EPBOARD 0700 to epoksydowa ptyta narzedziowa o wysokiej odpornosci cieplnej, szczegdlnie odpowiednia do
wykonywania modeli form do prepregéw epoksydowych w procesie autoklawowym, oprzyrzgdowania do
kompozytéw utwardzanych cieplnie oraz form do formowania prézniowego. Moze by¢ tez bezposrednio uzywana na
formy do krotkich serii czesci kompozytowych.

CECHY

* Wysoka stabilnos¢ wymiarowa * Wysoka odpornosé na pekanie
* Latwa obrdbka « Dobra stabilnos¢ krawedzi
* Wysoka odpornos¢ cieplna « Maty wspoétczynnik rozszerzalnosci cieplnej

* Mata gestos¢ « Dobra jakosS¢ powierzchni

WELASCIWOSCI FIZYCZNE

Produkt EPBOARD 0700
Kolor Niebieski
Gestosé 0,70-0.75g/cm3

WEASCIWOSCI MECHANICZNE

Wiasciwosé Norma badania EPBOARD 0700
Twardo$¢ 1SO868:2003 Shore D 72
Temperatura ugiecia pod obcigzeniem DIN EN ISO 75B 130°C
Wytrzymato$¢ na zginanie ENISO178 36MPa

Modut sprezystosci przy zginaniu ENISO178 2100MPa
Wytrzymatos$¢ na Sciskanie ENISO604 50MPa
Wytrzymatos¢ na rozcigganie ENISO527-1 23MPa

Modut sprezystosci przy rozcigganiu ENISO527 2400MPa
Udarnosé ENISO179 5.3KJ/m2
Wspotczynnik liniowej rozszerzalnosci ENISO113590-2 39*10-6K-1
cieplnej

Temperatura (°C) 23 80 100 130 150
Twardos$¢ Shore D 72 70 68 66 55
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ZALECENIA OBROBKI:

Klejenie ptyt:
1. Przytnij, przygotuj i zt6z bloki na sucho.
2. Przeszlifuj obie powierzchnie ztgcza papierem o gradacji 320.

3. Usun pyt sprezonym powietrzem, nastepnie oczys¢ powierzchnie klejenia odpowiednim rozpuszczalnikiem, np.
acetonem.

4. Przed klejeniem pozwdl odparowac resztkom rozpuszczalnika.

5. Rozprowadz réwnomiernie okoto 600 g kleju epoksydowego na obu powierzchniach zigcza za pomocg pacy
zebatej.

6. Potgcz obie powierzchnie z mokrym klejem i wywieraj rGwnomierny nacisk, az klej zacznie wyptywac ze zigcza.
Usun nadmiar i sprawdz, czy spoina ma rownomierng grubos¢ nieprzekraczajagcg 1 mm.

7. Przytrzymaj ptyty lekkim dociskiem lub roztozonym na catej gérnej powierzchni stosu obcigzeniem, aby zapewnié
réwnomierny nacisk.

8. Przed dalszg obrobkg zawsze zapewnij klejowi wystarczajgcy czas utwardzania.

9. Aby uzyska¢ maksymalne wiasciwosci cieplne systemu, zaleca sie dotwardzanie. Cze$¢ powinna stygng¢ w
autoklawie do temperatury pokojowej z szybkoscig nie wiekszg niz 20 °C na godzine. Zapobiega to szokowi
cieplnemu ptyty i kleju, ktory mégtby ostabi¢ potgczenie i wywota¢ pekniecia naprezeniowe ptyty.

Podparcie:

Ptyta musi by¢ odpowiednio podparta, aby unikngé nadmiernych naprezen od ciezaru wtasnego. Dla duzych modeli
zaleca sie stalowg rame wsporczg, ktéra ogranicza ugiecia i utatwia przenoszenie. Do mocowania konstrukcji
wsporczej lub ramy do ptyty uzywaj jednego z zalecanych klejow. Przy mechanicznym mocowaniu ptyt
wysokotemperaturowych zachowaj ostroznosc: réznice wspoétczynnikéw rozszerzalno$ci cieplnej mogg powodowaé
wypaczenie lub mikropekniecia podczas nagrzewania i chtodzenia.

DOSTEPNE WYMIARY PLYT

1500*500*50mm
1500*500*75mm
1500*500*100mm

SRODKI OSTROZNOSCI:

Pracuj w dobrze wentylowanym miejscu. Podczas obrébki unikaj kontaktu ze skorg i stosuj rekawice, maske, okulary
oraz odziez ochronng. Dalsze informacje znajdujg sie w karcie charakterystyki materiatu.
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UWAGA:

Powyzsze dane uzyskano w okreslonych warunkach badan. Procedury i warunki rzeczywistego zastosowania mogg
sie réznic, dlatego przed uzyciem zaleca sie w razie potrzeby przeprowadzenie préb i potwierdzenie spetnienia
rzeczywistych wymagan. EPTEK gwarantuje zgodnos$¢ swoich produktéw z wiasnymi najwyzszymi zasadami
zarzadzania jakoscig.
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